
TECHNICAL MANUAL
  25 章 + 3 附录

先进封装设计实战——
基于 Cadence 的
2.5D/3D IC 设计全流程
Advanced Packaging Design
Cadence 2.5D/3D IC
Full Workflow

封装设计方法论
不讲菜单操作，讲设计决策思维

如果你已经会用 APD 画 BGA，但不确定中介层的 RDL 该用几层——
这本书就是为你写的。不讲「点哪个菜单」，
而是讲「为什么选这个方案」。
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  篇幅 / Content 25 章 + 3 附录

  定位 / Focus 封装设计方法论

  章节结构 基础 → 需求规划 → 2.5D → 3D/Chiplet → 仿真 → 交付 → 展望

适合读者 / Target Audience
有 1-10 年经验的封装/PCB 设计工程师；

想系统建立 2.5D/3D 封装知识体系的技术人员。
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第8章 中介层设计与 RDL 走线
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第10章 2.5D 封装完整设计流程（HBM+Logic 案例）

第11-16章 3D Stack / Chiplet / UCIe / DFT / 多物理场 / 可靠性

第17-20章 SI/PI/高速接口/热-应力耦合仿真

第21-23章 DRC 验证 / 生产文件 / 项目复盘

第24-25章 标准体系与未来趋势（CPO/AI）
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模块总览  Module Overview

基础篇

第1-3章

先进封装技术概览（2.5D/3D/HBM/Chiplet）、Cadence 工具矩阵、设计前准备

需求与规划

第4-7章

芯片规格到封装选型、叠层设计与材料选择、BGA 球图规划与扇出策略、多芯片布局与分区

2.5D 实战

第8-10章

中介层设计与 RDL 走线、微凸块与 TSV 设计、2.5D 封装完整流程（HBM+Logic 案例）

3D 与 Chiplet

第11-16章

3D Stack 设计与集成、Chiplet 架构与 UCIe、先进互连技术、DFT 策略、多物理场基础、可靠性工程

协同仿真

第17-20章

信号完整性仿真、电源完整性与 PDN 分析、高速串行接口仿真、热-应力耦合仿真

项目交付

第21-23章

DRC 验证与检查清单、生产文件输出与良率、实际项目案例复盘

生态与展望

第24-25章

封装设计标准体系（JEDEC/IEEE/UCIe/SEMI/IPC）、先进封装未来趋势（CPO/AI 驱动设计）

附录 A-C Cadence 常用操作命令速查、术语中英对照、典型设计规则参考值
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核心特色  Key Features

设计决策框架
不教菜单操作，教「为什么选这个方案」——材料选什么？RDL 几层？热怎么管？

真实案例贯穿
HBM+Logic 2.5D 案例贯穿全书，从规格定义到项目交付全流程覆盖

多物理场方法
SI/PI/热/应力耦合仿真方法论，一本书打通封装设计的全物理域

标准与展望
JEDEC/IEEE/UCIe/SEMI/IPC 标准全景，以及 Chiplet 和 CPO 未来趋势展望
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知识结构  Knowledge Structure

基础 需求规划 2.5D 3D/Chiplet 仿真 交付 展望

• 1 基础篇
• 2 需求与规划
• 3 2.5D 实战
• 4 3D 与 Chiplet
• 5 协同仿真
• 6 项目交付
• 7 生态与展望
• 8 附录 A-C

以上模块循序渐进，形成完整知识闭环。
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芯片专家老李Ai

二十年半导体行业深耕

从设计到封装到测试

将踩坑经验凝练为可传承的知识体系

系列丛书一览

BOOK 01 半导体实战——从设计到应用全流程指南

BOOK 02 先进封装设计实战——基于Cadence的2.5D/3D IC设计

BOOK 03 EDA封装验证实战——Innovator+Calibre通用验证平台

BOOK 04 MCM多芯片封装设计与仿真操作手册

BOOK 05 SiP系统级封装设计仿真操作手册
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